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１．概要（Summary） 

物質の光学応答の探索には、透過スペクトルの測定は

重要な役割を果たすが、特に光と物質の相互作用の大き

い波長においては、吸収が大きくなるという問題が生じる。

今回我々は、Cr2O3 という物質の透過光を用いて実験を

行うために、厚さ 50 ミクロンのバルク結晶を用意する必要

が生じたが、試料の破損を防ぎながらこの厚さを実現する

ことは容易ではない。今回、微細加工プラットフォームの

研磨機を活用し、厚さ 300 ミクロンのバルク結晶に対して

研磨を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

精密研磨装置 (Logitec 4"化学研磨装置) 
【実験方法】 

厚さ 300 ミクロンのCr2O3結晶に対して、サブミクロンサ

イズのアルミナのスラリーを用いて、数 10 分研磨するごと

に厚さをマイクロメータで確認しながら慎重に研磨を進め

た。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
上記の方法で研磨を進めたところ、最終的に、所望の

50 ミクロンの厚さまでサンプルを薄くすることに成功した。

研磨後は、アセトンに一晩漬けておいたところ、固定用の

セラミックプレートからも自然に剥がれて、サンプルを無事

に回収することができた。 
 
 
４．その他・特記事項（Others） 

今回の研磨は、水島彩子氏の技術支援によって達成さ

れました。感謝の意を表します。 
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